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Die folgenden Angabuo sind den v 

{§) Verfahren zur Montage eines elektronischen Baueiementes auf einer Tragerstuktur in 
© Es wird ein Verfahren zur Montage eines elektronischen 

Baueiements (7) auf einor Tragerstruktur (1) in Face- 

Down-Technik vorgestelit, bei dem die zwischen Bauele- 

ment (7) und Tragerstruktur (1) vorhandene Klebeschicht 

in einem ersten Arbeitsschritt auf einer der einander zu- 

gewandteri Seiten von Tragerstruktur (1) und/oder Bau- 

eiement (7) vollflachig ohne komplette Aussparung von 

Kontaktfiachen (2) aufgetragen wird, welche zur elektri- 

schen Verbindung zwischen Bauelement (7) und Trager- 
struktur (1) dienen. Erfindungsgemafi wird anschlieUend 

auf die mit der Klebeschicht (3) versehenen Kontaktfla- 

chers (2) eine Materialanhaufung (4) aus ieitendem Mate- 
rial zur Bildung einer Korrtaktbriicke mittels eines Spritz- 

vorganges mit hoher Geschwindigkei't so aufgebracht, 

dass das im Bereich der Kontaktfiachen (2) befindliche 

Material der Klebeschicht (3) verdrangt wird, 
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Beschreibung 

[0001] Die! fi dun ltt ein Verfahren zur Montage 
eineselekiro.ii c'hft i&ud mantes auf einer Tragerstruktur 

! c \> , , hnik, beider J* 1 , Bauelement *~i momder- 5 
teai Zusta ircl i Kl beschich in seiner dcr Trager- 
struktur /.ugc andtei uiriertet eiie n t der Oberseite 
c,t I gcrslruklur verbumli vird und wobei in in ie-rtsj : i 
Zusland zwischen sich gcgemiberlicganden Konisktflaehcri 
an Tragerstruktur und ekktronischem Bauelement eine 10 
< t k r i nl nde Ver miliels aa ik ei 1 M Ic 

rial bestehenden Kontaktbriicken (Bumps) hergesieLlt ist. 
100021 1 - ingang chil erte gal'Ung a 
ren wird in vidcn Bcrck-hcrt dcr TTIckuonikindusme einge- 
setyi, so audi u titer anderem zur Herstellung von Chipnio- IS 
dulen fur Datentragerkarten. Die genannten Bumps iiber- 
bruckcn dabei den Wcg zwischen skn spiegclbildlkb gc- 
berltegcnden Anschlassstmkiuret uti *t i n uu 
terschiedlichen Verfahren hcrgcstcflt. Als Material dcr 
Bumps konnen hierbei neben reinen Metallcn und Lotwerk- 20 

riu I I mdereni 1 1 rv. It' be 

die Klebeeigenscbal "len das verwcndelen Ma'erials y.u einer 
ersten provisorisehen Fixkrung des Baueiementes auf der 
Tnigcrsiruklur beauL/.t werden. In aller Kegel is: die mecha- 
nische Belastbarkeit der mittels Leitkkber hergestellten 25 
Bump edocb so gcricg, dass di ii idgi igc 1 i 

xierung de Biu nen cb usre chendi t. Au dksem 
(jrunde wird in einem weitercn ArbcitsschriU in den Zwi- 
schenraum zwischen Urterseite des Baueiementes und 
Oberseite der Tragerstruktur ein zusatzliches Klebematerial 30 
als so genannter Underflller eingebracht. Der zusatzlich ein- 
g i 1 1 it ill i L i In I k m d 
Baueiementes auf der Tragerstruktur sicher. 
[0003] Es ist leicht einsehbar, dass der geschilderte Ver- 
fahrensablauf mit seinen einzelnen Arbeitssehritten und 3S 

i il Rinbringi IJr.derfii ir: i 

Zwischenraum zwischen Baui entu [rag strukturzu 

i i I en t'uhrl. lirga st duraufbin 

/.uwciseii. dass bci den gcschildcrtcn aus dem Stand der 
T i i k bekannlen Verfahren Linre Urn r.de nacl m 
Herstellen der Bumps aus kklahigem Kieber und dem Auf- 
sel/xn des Baueiementes a.s /usiiUlklter Arbeitssciiritt ein 
Ausharten der Bumps erforderlich ist. Hierdurch erhdhl sich 
die Gesaniderdgangs/eit der elektriaiiseheii Aaordnung zu- 
satzlich. " 45 
[0004] Aufgabc der vorliegenden liriindung ist es, dass 
aus den eingaugs geschildi n Arl briltcn bt tchende 
gatlungsget ae^ It n veils zuentwickelt Ja ik 
Montage ekktronischei Bauelemente jul e i [ hend 
Tragersrrukaircn crhebl.ich vcreinfachi and scmil wescr.thch TO 
koslcngiinstiger gestaltet wird. 

[0005] Diese Aufgabe wkd erfindungsgemaB durch die in 
den nebengeordneari knspri i i 1 und 2 lenbarten lech- 
niseben Lehren geiosi. lis isi bei den; erlinduiigsgemaReri 
ersten Verfahren vorgesehen, dass die Richest rich! in einem 55 
ersten Arbeitsschritt auf der strukturierten Seite des Baueie- 
mentes vollflac tig i it, le i imptei e Aussparung der Kontakt- 
1 1. i aufgetrag wii 1, at ehli id in einem weileren 
Arbeitsschritt vor der Aushartung der Klebeschicht auf die 
K n -t fl chei les Baueiementes - j me Materialanhaufung 60 
aus dem kitenden Material zur Bildung der Kontaktbriicke 
mittels eines Sprit, vo aages mit hoher t ii ^hwdndigkeitso 
aufgebracht wird, dass das im Bereich der Kontaktfiachen 
1 l \ iii i 1 i 1 vcrd i 

' i il i l LI u i t dabei 65 

cbenso wk das Volumcn und die 1 ge <sc laften des leiten- 
den Materia s leni i gc Verfahren angepasst. 

AbschlkBend erfolgt nach dem Aufsetzen des so vorbereite- 
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ten Baueiementes an die erforderiiche Position auf der Tra- 
gerstruktur eine gl Vusharti i 1 i 
und ekktrisch ktlend' L kei Bumps). Das ge- 
schilderte Verfahren zekhnel sich irtsbesondere dadurch 
aus, dass das zeitaufwendige Einbringen eines Underfsliers 
in den Zwischenraum zwischen Bauelement und Trager- 
struktur zur ends i tigen Fixierung /on Ersterem vollstandig 
entfailen kann. Dariibcr htnaus findcl durch die gemeinsarne 
Aushartung von Kontaktbriicken und Klebeschkhtmalerial 
eine weitere II i i i 1 und somit eine 
rierabsel/ung del statt. Vor dem Auftragen 
der Klebeschicht konnen die Kontaktfiachen des Bauele- 
inentes in der zi beschich idci Sc c d a eh cire Undcr- 
Bump Melaliisierung vorbereitet werden. 
[0006] Entsprechend einer mit den gleichen Zeit- und Ko- 
stenvorteilen versehenen aiternativen Ausgestaitungsva- 
riaotc kann ias t lu c vbrl r L n inch dadurch 
diirchgeflihrt werden, dass die Klebeschicht in einem ersten 
Arbeitsschritt auf dcr Oberseite der Tragerstruktur vollfla- 
chig ohne komplette Aussparung der Kontaktfiachen aufge- 
tragen wird, anschlieSend in einem weiteren Arheitsschrilt 
vor der Aushartung der Kleb i il ie Kontaktfiachen 
eine Materialanhaufung aus dem kitenden Material zur Bil- 
dung er Kontaklb 1 ii„ I I I vcrganges r 
hohcr Geschwindigkcil so aufgebraehl wird, dass das im Be- 
reich dcr Kontaktfiachen befmdliche Material dcr Klebe- 
schicht verdrangl irdu all \ufsetzen des Bauek- 
rscnies n die erf or erliche Pcxiiion aaf der vorbereitelen 
Tragerstruktur eine gkichzeidge Aushartung von Klebe- 
schicht und ekktrisch kitenden Kontaktbriicken (Bumps) 
erfo t, Vor i] aft < eise besitzt das Bauelement auch bei 
dicscr Verfahrensvariante cine Under-Bump-Metallisierung 
auf seinen Kontaktfiachen. 

[0007] Die mittels der beschriebenen erflndungsgemSBen 
Verl I - n herg il 11 i Bai a mente werden danach in der 
* w u ; pkartenbefestigtjedochsindauchan- 

dcrc Einsatzgcbietc auf dem Ekkironiksckior der Bauele- 
mente denkbar. 

[0008] Im Folgenden wird das criindungsgemaBe Verfah- 
ren anhand der beigefugten Fig. 1 und 2 naher erlautert. 
[0009] In der Fig. 1 ist dabei eine Tragerstruktur 1 darge- 
U t, wi he tail mehrercn Kontaktfiachen 2 versehen ist. 
Diese Tragerstruktur 1 wird zur Vorbereitung der Montage 
eines elcktronischen Bauel i chst auf seiner 

Oberseite mit einer Klebeschicht 3 versehen, Wk aus der 
Fig. 1 deutlkh wird, ist die Klebeschicht 3 vollflachig aus- 
gefiihrt und uberdeckt sowohl die Kontaktfiachen 2 als auch 
die zwischcnlicgc den Bi ciche dci i gcrslruklur 1. in ei- 
nem anschlielknden Arbeitsschritt wird sodann auf die 
Kcntaklfliichcn 2 ewei i . Materia n laufung 4 in 1'orm 
sc genannter Bumps mittels eines in dcr Zekhnung als 
Blackbox dargsstclllen geeignelen Spritzgerates 5 aufge- 
bracht. kin icvieil e:n Ni i lam mc 4 hildender 
Tropfea 6 wird hierbei taittcis des SptTzgerares 5 in seiner 
Volutncnmcngc dosierl aid in let schv ndij. 

keit beschleunigt, dass beim Auftreffen des Tropfens 6 auf 
die Klebeschicht 3 deren Material im Bereich der Kontakt- 
fiachen 2 verdrangt wird, das Material des Tropfens 6 bis zur 
Kontaktflache 2 die Klebeschicht 3 durchwandert und mit 
der A til- nflachi d 1 1 1 besi i cht eine bundige Oberflache 
bildet oder aus dieser geringfiigig nach oben herausragt. 
Voraussetzung hierfur ist es, dass nach dem vorhergehenden 
Auftragen der Klebeschicht 3 noch keine Aushartung des 
Klebeschic natcri statl funden hat. Ist die Trager- 
struktur 1 durch di« geschilderten Arbeitsschritte fur die 
Montage eines elcktronischen Bauckmentes 7 beispkts- 
weise in Form eines Chips vorbereitet, so wkd dieser mit 
seiner Unterseite and darauf befindlichen mit den Kontakt- 
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flSchen 2 auf der Tra i uktur 1 es >ndieren -en wei- 
teren Kontaktflacheo auf die Tragerstruktur 1 aufgesetzt, 
L> i \ wirdglcichzeii 

t i 1 BautilcTi 7 niiucls d lebcsel t 3 
lcr Trisj. -struklur I • nomin u n d d b er i n a u s 
durcb die Kontaktbriicke der Malcriaianhsiufung 4 (Bump) 
eine elektrisch leitende Verbindung zwischen elektroni- 
schem Bauelement 7 und Tragerstruktur 1 geschaffen, die 

t itig geringa.gi 1 icrung t 

\ blieBe folgU lek trge Aushsn 
hcscbtchltrialcrials ui i e ek risch 1< criden Sul Ian/ 
Materialanhaufung 4, 

[00!0| lis wird an dicser 5; le i aut .er-u i e li an 
ze-lr.en \h n t lte ivei indungsgern en Verfah 
reus zu schildern, bci dem zar MomagevorDereituiig des li 
elektron scben '> - IcinenKS 7 auf der Traget iktur I 1 e 
Klebeschichl 3 auf dcrUnl -sciii di . clckfi .ntscben Bau- 
elementes 7 aufgebracht wird und anschlieBend im Bereich 
1 T r laklfiaehen I s get: cl [ r il 

Materialanhaufungen aufgebracht werden, da fur den Fach- 20 
iriann aus der .t i legt( I urea t Iteniaiive Cestui 
tung des erfindu igsgemiiBen Vdahrens zweifellos deutlich 
wird. 

Bezugszeichenliste 25 

1 Tragerstruktur 

2 Kontaklflache 

3 Klebeschicht 

4 Materialanhaufung 30 

5 Spritzgerat 

6 Tropfen 

7 elektronisches Bauelement 

Patentanspriieke 3S 

1. Verfahren zur Montage eines elektronischen Bau- 
elementes (7) auf einer Tragerstruktur (1) in Face- 
Down-Tcchnil i lei Bauel icnt (7) in seiner 
montierten Position durch eine Klebeschicht (3) an sei- 40 
ner der Tragerstruktur (1) zugewandten strukturierten 
Seite mil der Oberseite der Tragerstruktur verbunden 
wird und wobei in monliertem Zustand zwischen sich 
gegeniiber licgenden Kontaktflachcn (2) an Trager- 
struktur (1) und elektronischeni Bauelemer (7) ei c +, 
elektrisch leiicid^ Ve am in, tel t-. lckcndcm 
Material bestehenden Kontaktbrttcken (Bumps) herge- 
stellt wird, dadurcli gekennzeichnet, dass die Klebe- 
schicht (3) in cinena c sten i I i I 1 ier fnt r 
seite des Bauelementes (7) vollftachig ohne komplette 50 
Ausspanng di r i- maklil i i > i i getr gen wird, 

in emeu weitt Vrbei hritt .i r ,.er \u^h_rlung 
der Kicbcschich 1 i iliclkn ml c Konlaklflii- 
chen (2) eine Materialanhaufung (4) aus dem leitenden 
Material zur Bildung der Kontaktbriicke mittels eines 55 
Spritzvorganges mit hi her ( sci keit sn aufge- 

brach; wird. dass das im Bereich der Kontaktilachen 
(2) befindlicbe Material der Klebeschicht (3) verdrangt 
wird und nach dem Aufselzen des so vorbereiteten 
Bauelementes 7) a i jsition auf der do 

6 fa if (1) eine gle eilige Aushartung von 
Klebeschicht (3) und e ckti nisc i lei 1 1 den Koniakt- 
brucken (Bumps) erfoigt. 

2. Verfahren zur Montage cincs elektronischen Bau- 
elementes (7) auf einer Tragerstruktur (I) in Face- 6i 
Down-Technil bei i iclci n in s 
montierten Position durch eine Klebeschicht (3) an sei- 
ner der Tragersimkmr (1) zugewandten strukturierten 
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Seite mit der Oberseite der Tragerstruktur verbunden 
wird und wobei in montiertem Zustand zwischen sich 
gegeniiber licgenden KoatakdtSchen (2) an Trager- 
struktur (1) und elektronischeni Bauelement (7) eine 
v ektrisch ci T i lung mill kit i 

Material bestel i ! - 1 K< i ' ik bieckcn (Bumps) hergc- 
stellt wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Klebe- 
schichl (3) i n einei:; crsicn ArbciLsschrill auf der Ober- 
seite der Tragerstruktur (1) vollftachig ohne komplette 
Aassparaag der KonUtktfluchei: (2) aufgetragen wird, 
in einem weiteren Arbeitsschritt vor der Aushartung 
der KlebeschiL 3) ai I end auf die Kontaktfia- 
chen (2) eine Materialanhaufung (4) aus dem leitenden 
Material zur Bildung dc b 1 nluels cin s 

Spriizvorganges mil hoher Geschwindigkeit so aufge- 
bracht wird, dass das im Bereich der Kontaktflachen 
(2) bcfmdlichc Material der Klebeschicht (3) verdrangt 
wird und nach dem Aufsetzen des Bauelementes (7) an 
die erfcrderiiche Position auf der vorbereiteten Tragcr- 
iii is in (1) cira a' i hze igt Anshiiming von Klebe- 
schicht (3) und elektronisels leitenden Kontaklbriioken 
(Bumps) erfoigt. 

3. Verfahren zur Montage eines elektronischen Bau- 
elementes (7) auf einer Tragerstruktur (1) nach An- 
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die 
K maklfl n h n 2) Hem \ i lrirr des K 

beraeflrages mil einer Undcr-Burr:p-Metallisierung 
verse'aen warden. 
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